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(57) Abstract: The invention relates to a novel method for process- 
ing eleciriajl parts, purticuluiiy lor pntcessing semiccinducior chips 
and electrical components, and a device for carrying out the inventive 
method. 

(57) Zusammenfassung: Die Hrfindung bexiehl sich aufein neuarti- 
ges Verfahren znm Veiarbeiten von elektrischen Bauteilen, insbeson- 
dere /.um Venirbeiien vein Hulhleiterchips sowie elekirischen Biiuele- 
menten. sowie eine Vorrichtung zum Durchfilhren des Verfahrens. 
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Verfahren zum Verarbeiten von eletoischen Bauteilen, insbesondere zum 
Verarbeiten von Halbleiterchips sowie elektrischen Bauelementen, sowie 
Vorrichtung zum Durchfuhren des Verfahrens 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren gemaB Oberbegriff Patentanspruch 1 
sowie auf eine Vorrichtung gemafi Oberbegriff Patentanspruch 27. 

Bekannt ist die Herstellung von Halbleiterchips im Mehrfachnutzen, d.h. auf einem 
Halbleiterwafer, der dann fur die weitere Verarbeitung der Halbleiterchips auf einem 
Trager, d.h. auf einer in einem Tragrahmen eingespannten Tragfolie (Blue-Foil) wieder 
losbar befestigt wird. AnschlieBend wird der Wafer In die einzelnen Halbleiterchips 
zertrennt, und zwar derart, daB diese Halbleiterchips weiterhin an der Tragfolie haften. 

Die weitere Verarbeitung der Halbleiterchips erfolgt nach der bisherigen Technik 
beispielsweise in sogenannten Die-Bondern in der Weise, daB diese Chips jeweils 
einzein mittels eines Pick-Up-Elementes von der Tragfolie abgenommen und dann auf 
einen ^^zweiten" Trager abgesetzt werden, der beispielsweise von einem Lead-Frame 
oder einem in diesem Lead-Frame angeordneten Substrat gebildet ist. Fur das Pick-Up- 
Element sind dabei Bewegungshube in wenigstens zwei Achsrichtungen erforderlich, 
namlich ein Transporthub in horizontaler Richtung zwischen dem Halbleiterwafer und 
dem zweiten Trager sowie am Anfang und Ende dieses Transporthubes jeweils ein 
vertikaler Hub zum Fassen und Abnehmen eines Halbleiterchips von der Tragfolie 
bzw. zum Ablegen des jeweiligen Halbleiterchips auf den zweiten Trager. 



Ein Abarbeiten eines Halbleiterwafers, d.h. ein Ubertragen der dort in mehreren 
Reihen vorgesehenen Halbleiterchips an dem zweiten Trager mit hoher Leistung 
(Anzahl der Qbertragenen Halbleiterchips je Zeiteinheit) ist nach der bisherigen 
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Technik nur durch sehrschnelle Bewegungen des Pick-Up-Elementes moglich, 
insbesondere auch unter Berucksichtigung des relativ langen Transporthubes, wobei 
allein schon aus Griinden der Massenbeschleunigung einer Steigerung der Leistung 
durch Erhohung der Arbeitsgeschwindigkeit Grenzen gesetzt sind. 

5 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung aufzuzeigen, bei 
dem bzw. bei der das Abarbeiten von auf einer Tragfolie losbar gehaltenen 
elektrischen Bauteilen mit wesentllch hoherer Leistung moglich ist. 

10 Zur Losung dieser Aufgabe ist ein Verfahren entsprechend dem Patentanspruch 1 
ausgebildet. Eine Vorrichtung ist entsprechend Patentanspruch 27 ausgefuhrt. 

^Elektrische Bauteile" sind im Sinne der Erfindung insbesondere Halbleiterchips, die 
auf einer in einem Tragrahmen gehaltenen Tragfolie (Blue-Foil) losbar vorgesehen und 
15 durch Zertrennen eines Halbleiterwafers gehalten sind und hierbei eine Chip- 
Anordnung auf der Tragfolie bilden, die in der Anordnung der Chips im Wafer 
entspricht, und zwar in mehreren, parallel zueinander angeordneten und sich in einer 
Achsrichtung erstreckenden Reihe. 

20 Bauteile im Sinne der Erfindung sind aber auch weiterhin elektrische Bauelemente, 
insbesondere auch solche, die jeweils von einem Halbleiterchip mit einem durch 
Umspritzen erzeugten Gehause, beispielsweise Kunststoffgehause bestehen und die 
beispielsweise ebenfalls im Mehrfachnutzen unter Verwendung eines gemeinsamen 
Halbleiterwafers gefertigt und nach dem Auflegen auf die Tragfolie in die einzelnen 

25 Bauteile zertrennt werden. 

,,Verarbeiten" oder ,,Bearbeiten" bedeutet im Sinne der Erfindung im einfachsten Fall 
das Ubertragen der elektrischen Bauteile von der Tragfolie auf den zweiten TrSger in 
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einer „Pick-and Place-Operation'' unter Verwendung eines Pick-Up-Elementes, 
welches hierfiir zwischen der Tragfolie und dem zweiten Trager bewegt wird. 

^Zweiter Trager'' bedeutet Im Sinne beispielsweise die Transportflache eines 
5 geeigneten Transportelementes oder aber jede andere, geeignete Trager, auf dem die 
Bauteile abgelegt werden. 

,,Abarbeiten der ersten Reihen" bedeutet inn Sinne der Erfindung, daB die elektrischen 
Bauteile bzw. die Gruppen dieser Bauteile jeweils den einzelnen, auf der Tragfolie 
10 gebildeten Reihen nacheinander entnommen werden, und zwar bevorzugt derart, daB 
in den aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten oder Arbeitshuben die Bauteile einer 
neuen, ersten Reihe erst dahn ubertragen werden, wenn die Bauteile vorausgehender 
Reihen bereits vollstandig auf dem zweiten Trager ubertragen wurden. 

15 Die Besonderheit des erfindungsgemaBen Verfahrens besteht darin, daB in jedem 
Arbeitshub mehrere Bauteile gleichzeitig unmittelbar der Tragfolie als Gruppe 
entnommen und auf den zweiten Trager abgelegt werden, und zwar vorzugsweise 
durch eine elektronische Steuereinrichtung derart, daS die Bauteile auf dem zweiten 
Trager wenigstens eine zweite Reihe bildenden, in der die Bauteile dann vorzugsweise 

20 in gleichen Abstanden aufeinander folgen. 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteranspriiche. 

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren an Ausfuhrungsbeispielen 
25 eriautert. Es zeigen: 



Fig. 1 in vereinfachter Darstellung und in Draufsicht einen Tragrahmen mit einer 

Tragfolie und mit einer Vielzahl von auf dieser Tragfolie angeordneten Bauteilen 
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in Form von Halbleiterchips sowie die von der Tragfolie mittels einer Pick-Up- 
Einheit abgenommenen und in mehreren Reihen auf einen Transporteur 
abgesetzten Halbleiterchips; 
Fig. 2 in vereinfachter Darstellung und im Vertikalschnitt die Pick-Up-Einheit sowie 

die StoBeleinheit einer Arbeitsstation zum Durchfuhren des Verfahrens der Figur 
1, d.h. zum Abnehmen jeweils einer Gruppe von mehreren Halbleiterchips von 
der Tragfolie (Blue-Foil) und zum Absetzen dieser Gruppe auf das 
Transportelement; 

Fig. 3 einen Vertikalschnitt durch die Arbeitsstation der Figur 2 in einer senkrecht zur 

Figur 2 verlaufenden Schnittebene; 
Fig. 4 in Einzeldarstellung den Pick-Up-Kopf der Pick-Up-Einheit der Figuren 2 und 3; 
Fig. 5 in einer Darstellung ahnlich Figur 2 eine weitere mogliche Ausfuhrungsform der 

Erfindung; 

Fig. 6 und 7 in Darstellungen die Figuren 2 und 3 eine weitere mogliche 

AusfOhrungsform mit einer gegeniiber den Figuren 2 und 3 geanderten 
Ausbildung der StoBeleinheit; 

Fig. 8 in vereinfachter perspektivischer Funktionsdarstellung eine Arbeitsstation 
ahnlich den Figuren 2 und 3, zusammen mit den an dieser Arbeitsstation 
anschlieBenden Transportelement und einem an das Transportelement uber eine 
Wendestation anschlieBenden weiteren Transporteur oder Transportelement. 

In den Figuren ist 1 ein Halbleiterwafer, der in eine Vielzahl von Halbleiterchips 2 
(integrierte Schaltkreise oder Bauelemente) getrennt und auf einer Tragfolie 3 
angeordnet ist, die ihrerseits in einem Tragrahmen 4 gehalten ist. 

Durch Spannen der Tragfolie 3 an ihrem im Tragrahmen 4 gehaltenen Umfangsbereich 
sind die Halbleiterchips 2 jeweils voneinander beabstandet, bilden aber auf der 
Tragfolie 3 eine Anordnung, in der die Halbleiterchips 2 in mehreren Reihen R1 - Rn 
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und in mehreren Spalten angeordnet sind, und zwar der ursprOnglich 
kreisscheibenformigen Ausblldung des Wafers 1 entsprechend derart, daS die Reihen 
R1 - Rn sowie die hierzu senkrecht verlaufenden Spalten jeweils unterschiedliche 
Lange aufweisen, und zwar in der Form, daS die Lange der Spalten und Reihen zum 
Mittelpunkt des Wafers 1 bzw. der Chip-Anordnung zunimmt. 

Mit Hilfe einer in der Figur 1 nicht dargestellten, aber in den nachfolgenden FIguren 
allgemein mit 5 bzw. 5a, 5b bezeichneten Pick-Up-Einheit werden die Halbleiterchips 
2 von der Tragfolie 3 abgenommen und auf einen in der Figur 1 allgemein mit 6 
bezeichneten Transporteur aufgesetzt, der zum Transportieren von Halbleiterchips 
geeignet ist und hierfur unterschiedlichste Ausbildung aufweisen kann, beispielsweise 
auf einem Transporteur, der von einer selbstklebenden bandformigen Folie gebildet ist 
Oder von einem Transportband, auf dem die Halbleiterchips 2 durch ein Vakuum 
gehalten sind usw. Die Pick-Up-Einheit 5, 5a oder 5b ist Bestandteil einer 
Arbeitsstation 7 mit dem Transportelement 6 werden die Halbleiterchips 2 von dieser 
Arbeitsstation bzw. von dem Tragrahmen 4 mit der Tragfolie 3 wegtransportiert und 
einer weiteren Verwendung zugefuhrt, wie dies mit dem Pfeil A angedeutet ist. 

Zur Vereinfachung der Darstellung und zur besseren Eriauterung sind in den Figuren 3 
senkrecht zueinander verlaufende Raumachse angegeben, nMrnlich die X-Achse, die Y- 
Achse und die Z-Achse, von denen die X-Achse und Y-Achse horizontale Achsen sind 
und die horizontale X-Y-Ebene definieren, wahrend die Z-Achse die vertikale Achse ist. 

Die Tragfolie 3 und damit auch der auf dieser Tragfolie angeordnete Wafer 1 sind in 
der horizontalen X-Y-Ebene angeordnet. 



Die Transportebene des Transportelementes 6, auf der die Halbleiterchips 2 
angeordnet sind, ist ebenfalls die Horizontale X-Y-Ebene. Die Transportrichtung A des 
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Transportelementes 6 verlauft bei der dargesteilten Ausfuhrungsform parallel zur Y- 
Achse. 

Die Haibieiterchips 2 warden auf dem Transportelement 6 bzw. auf der dortigen 
5 Transportebene derart abgesetzt, daB sie dort mehrere, d.h. bei der dargesteilten 
Ausfuhrungsform insgesamt sieben parallel zur Transportrichtung A und parallel 
zueinander verlaufende Reihen von Haibieiterchips 2 bilden, und zwar vorzugsweise 
geschlossene Reihen, wobei jedem Haibieiterchips 2 in einer Reihe senkrecht zur 
Transportrichtung, d,h. in der X-Achse ein Halbleiterchip 2 einer benachbarten Reihe 

10 benachbart liegt, d.h. die Haibieiterchips 2 auf dem Transportelement 6 in Richtung 
der X-Achse verlaufenden Spalten mit je sieben Haibieiterchips 2 angeordnet sind. Die 
Besonderheit der Arbeitsstation 7 bzw. des mit dieser Station durchgefuhrten 
Verfahrens besteht zum einen darin, daB die Haibieiterchips 2 auf kurzem Wege von 
dem Wafer 1 auf das Transportelement 6 ubertragen werden, zum anderen aber darin, 

15 daB diese Ubertragung derart erfolgt, daB jeweils mehrere Haibieiterchips 2 jeweils in 
einer Reihe R1 - Rn als Gruppe in einem Arbeitsgang der Tragfolie 3 entnommen und 
auf das Transportelement 6 abgesetzt werden, wofur das Pick-Up-Element 5, 5a, 5b 
zumindest eine hin- und hergehende Bewegung in Richtung der Y-Achse 
(Horizontalhub Hy) sowie einen Vertikalhub (Vz) in derZ-Achse zum Abnehmen der 

20 Gruppe von Haibieiterchips 2 von der Tragfolie 3 an dem einen Ende des 

Horizontalhubes Hy sowie einen Vertikalhub (V'z) in der Z-Achse zum Ablegen der 
Gruppe von Haibieiterchips 2 auf dem Transportelement 6, Der horizontale Hub Hy ist 
dabei parallel zur Transportrichtung A. Bei der dargesteilten Ausfuhrungsform werden 
in jedem Arbeitshub des Pick-Up-Elementes 5 jeweils sechs Haibieiterchips 2 von der 

25 Tragfolie 3 abgenommen und anschlieBend auf das Transportelement 6 abgelenkt. 

Die Arbeitsstation 7 besitzt u.a. auch eine Halterung 8, In der der Tragrahmen 4 
angeordnet ist und mit der dieser Tragrahmen so ausgerichtet wird, daB die Reihen R1 
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- Rn nicht in der Y-Achse und die zugehorigen Spalten in der X-Achse erstrecken und 
auRerdem jede auf dem Transportelement 6 gebildete Reihe R'1 - R'n achsgleich mit 
einer Reihe R1 - Rn auf der Tragfolie 3 vorgesehen ist. Das Ausrichten des 
Tragrahmens 4 und darnit des Wafers 1 erfolgt mittels einer ein Kamera-System sowie 
eine Bildverarbeitung aufweisenden Elektronik 9. Mit dem Kamerasystem der 
Elektronik 9 wird die Ausbildung des Wafers 1 bzw. die Anordnung der 
Halbleiterchips 2 auf der Tragfolie 3 erfaSt Weiterhin wird mit dem Kamerasystem 
auch diejenigen Halbleiterchips bzw, deren Lage erfaBt und in einem Speicher der 
Elektronik 9 gespeichert, die in einem vorausgegangenen Prufvorgang des Wafers 1 als 
nicht brauchbar festgestellt und entsprechend mit einer Markierung 10 versehen 



Mit Hllfe der Steuerelektronik 9 wird die Bewegung der Pick-Up-Einheit 5 derart 
gesteuert, dafS die auf dem Transportelement 6 abgelegten Gruppen 2' vom 
Halbleiterchips 2 jeweils die geschlossenen R'1 - R'n bilden. Bei der in den Figuren 1 - 
3 wiedergegebenen Ausfiihrungsform ist die Pick-Up-Einheit 5 so ausgebildet, daB mit 
ihr in jedem Arbeitsgang jeweils nur Halbleiterchips 2 einer bestimmten Reihe Rl - Rn 
von der Tragfolie 3 abgenommen werden. Urn dennoch auf dem Transportelement 6, 
welches sich fortlaufend in Transportrichtung A getaktet bewegt, mehrere Reichen R'l - 
R'n zu bilden, ist die Pick-Up-Einheit 5 so ausgebildet, daS sle zusatzlich zu dem 
Horizontalhub Hy in der Transportrichtung A auch einen Horrzontalhub Hx quer zur 
Transportrichtung ausfuhren kann. Die markierten fehlerhaften Halbleiterchips 2 
werden bei dem dargestellten Verfahren ebenfalls auf das Transportelement 6 abgelegt 
und erst in einem spateren Verfahrensschritt veranlaKt durch die Steuerelektronik 9, In 
deren Speicher auch die Position der markierten, fehlerhaften Halbleiterchips auf dem 
Transportelement 6 abgelegt ist, entfernt. 



wurden. 
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Um trotz unterschiedlicher Lange der Reihen R1 - Rn die Reihen RM - R'n auf dem 
Transportelement 6 zu bilden, in denen (Reihen) die Halbleitercliips 2 dicht 
aneinander ansdiiieUen, weist zumindest der Horizontalhub Hy eine untersciiiedliche, 
durch die Steuerelektronik 9 gesteueite LSnge auf, d.h, der Anfang und das Ende dieses 
5 Hubes Hy beim Abnelimen der Gruppe 2' von der Tragfolie 3 und beim Ablegen der 
betreffenden Gruppe 2' auf dem Transportelement 6 sind durch die Steuerelektronik 9 
unter BerQcksichtigung der Fomi des Wafers bzw. der Anordnung der Halbleiterchips 2 
auf der Tragfolie 3 gesteuert, so daB sich die durchgehenden Reihen R'l - R'n ergeben. 
Das Steuerprogramm der Steuerelektronik 9 ist beispielsweise so ausgebildet, daB beim 
10 Abarbeiten der Einzelnen Reihen R1 - Rn jeweils in jedem Arbeitshub die maximal 
m5gliche Anzahl von Halbleiterchips 2 der Tragfolie 3 entnommen und auf das 
Transportelement 6 abgesetzt wird und in einem abschlieBenden Arbeitshub dann die 
noch verbleibenden Halbleiterchips bei der betreffenden Reihe R1 - Rn. 

15 Bei der dargesteliten Ausftihrungsform ist weiterhin der Halter 8 zum Abarbeiten der 
einzelnen Reihen R1 - Rn in der X-Achse bewegbar. 

Mit der gesteuert, unterschiedlichen Lange des Hubes Hy wird einerseits 
beriicksichtigt, daB bei der Arbeitsstation 7 zum Abarbeiten der Reihen R1 - Rn ein 
20 Vorschub B fur den Tragrahmen 4 lediglich in der X-Achse vorgesehen ist, und daS die 
Reihen R1 - Rn unterschiedliche Lange aufweisen, so daB sowohl bei dem Entnehmen 
der Halbleiterchips, als auch bei der Ablage dieser Chips bzw. der Gruppen 2' auf 
jeden Fall in der Y-Achse unterschiedliche Positionen von dem Pick-Up-Element 
angefahren werden mOssen. 



25 



Die Arbeitsstation 7 bzw. die dortigen Pick-Up-Einheit 5 und eine zugehorige 
StoBeleinheit 11, die zum Abl5sen der einzelnen Halbleiterchips 2 von der Tragfolie .3 
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(selbstklebende Folie oder Blue-Foil) notwendig ist, sind in den Figuren 2 und 3 naher 
im Detail dargestellt. 

Die Pick-Up Einheit 5 besteht aus einem Pick-Up-Kopf 12 in dem bzw. in dessen 
5 Gehause 1 3 mehrere Vakuumhalter 14 in Richtung der Z-Achse verschiebbar 

vorgesehen sind, und zwar mit einem begrenzten Hub entsprechend dem Doppfelpfeil 
C. 

Die einzelnen Vakuumhalter 14 sind lamellenartig ausgefuhrt, d.h. sie bestehen aus 
10 einem flachen, plattenformigen Korper 15 mit rechteckformigen Zuschnitt, der mit 
seinen langeren Seiten in dem Gehause 13 parallel zur Z-Achse angeordnet ist und an 
einer unteren Schmalseite einen angeformten Vorsprung 1 6 aufweist, der an seinem 
freien Ende eine In einer Ebene parallel zur X-Y-Ebene liegende Aniageflache 1 7 bildet, 
an der ein Vakuum- oder Unterdruckkanal 18 mundet. 

15 

An einer Langsseite ist der Korper 1 5 so geformt, daS er dort eine federnde Zunge 1 9 
bildet, mit der sich der Vakuumhalter 1 4 an einer Flache der im Gehause 1 3 
gebildeten Fuhrung 20 fiir die Korper 1 5 der Vakuumhalter 14 abstutzt , 

20 Die Vakuumhalter 14 sind mit ihren Korpern 15 lamellenartig aneinander anschlieSend 
in der Offnung oder Fuhrung des Gehauses 13 angeordnet, und zwar derart, daft die 
groBeren Oberflachenseiten der plattenformigen Korper 15 jeweils in der X-Z-Ebene 
liegen, Zum Bewegen des Pick-Up-Kopfes 12 istdieser an einem Transportsystem 21 
befestigt, welches nicht naher dargestellte Antriebe, beispielsweise Schrittmotoren zur 

25 Ausfuhrung der gesteuerten Bewegungen Hx, Hy, Vz, V'z aufweist. 
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Am Pick-Up-Kopf 12 ist weiterhin ein in den FIguren nur allgennein mit 22 
angedeuteter VakuumanschluB vorgesehen, der mit einer nicht dargestellten Vakuum- 
oder Unterdruckquelle zur Versorgung der Vakuumkanale 14 verbunden ist. 

5 Die StoBeleinheit 1 1 besteht im wesentlichen aus einem Gehause 23, welches an 
einem Rahmen oder einer Grundplatte 24 der Arbeitsstation 7 durch einen nicht 
dargestellten motorischen Antrieb gesteuert durch die elektronische Steuereinrichtung 
9 in Richtung Y-Achse um einen vorgegebenen Hub D (Figur 3) beweglich gefuhrt ist. 
Die Oberseite des Gehauses 23 bildet eine Aniage- bzw, Auflageflache 25 fur die 

10 Unterseite der Tragfolie 3, und zwar an einem Gehauseteil 26, in dem in Richtung der 
Z-Achse mehrere, jeweils an ihrem oberen Ende spitz zulaufende und mit ihrer Achse 
parallel zur Z-Achse angeordnete StoBel 27 axial verschiebbar gefuhrt sind, und zwar 
fur einen Bewegungshub entsprechend dem Doppfelpfeil E der Figur 2, Die StoBel 27 
sind in Richtung der Y-Achse gegeneinander versetzt vorgesehen. Die Anzahl der 

15 StoBel 27 ist gleich der Anzahl der Vakuumhalter 14, d.h. jedem Vakuumhalter 14 ist 
ein StoBel 27 zugeordnet. Durch Federmittel, die bei der dargestellten 
Ausfuhrungsform von Blattfedern 29 gebildet sind, ist jeder StoBel 27 in eine untere 
Stellung vorgespannt, in der das freie Ende der jeweiligen Spitze 28 sich unterhalb der 
Aniageflache 25 befindet. Um eine Achse parallel zur Y-Achse ist am Gehause 23 bzw. 

20 an einer dortigen Platine 30 eine Welle 31 drehbar gelagert, die durch einen 
Schrittmotor 32, ebenfalls gesteuert durch die Steuerelektronik 9 umlaufend 
angetrieben ist (Pfeil F der Figur 2). Auf der Welle sind axial gegeneinander versetzt 
mehrere Nockenscheiben 33 vorgesehen, die jeweils einen Steuernocken 34 bilden. 
Die Achse der Welle 31 ist in einer Y-Z-Ebene angeordnet, in der auch die Achse der 

25 StoBel 27 liegen. Weiterhin befindet sich die Welle 31 unterhalb der StoBel 27. Jedem 
StoBel 27 ist eine Nockenscheibe 33 zugeordnet, und zwar derart, daB bei jeder vollen 
Umdrehung der Welle 31 der betreffende StoBel 27 durch den an der Nockenscheibe 
33 vorgesehen Steuernocken 34 einmal aus seiner Ausgangsstellung gegen die 
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Wirkung des Federelementes 29 nach oben in eine obere Hubstellung bewegt wird, in 
der der betreffende StoBel 27 mit seiner Spitze 28 durch die Tragfolie 4 hindurch 
deutlich uber die Oberseite der Tragfolie bzw. uber die von der Oberseite des Wafers 
1 gebildete Niveau nach oben vorsteht. 

Bei derdargestellten Ausfuhrungsfornn sind der Anzahl der StoBel 27 entsprechend 
sechs Nockenscheiben 33 vorgesehen. Die Nocken 34 der einzelnen Nockenscheiben 
33 sind in gleichmaBigen Winkelabstanden urn die Achse der Welle 31 versetzt 
vorgesehen, so daB bei umlaufender Welle 31 die StoBel 27 zeitlich nacheinander aus 
ihrer Ausgangsstellung nach oben bewegt werden. 

An dem Gehauseteil 26 ist am Bereich der Aniageflache 25 eine die Anordnung der 
StoBel 27 umschlieBende Ringnut 35 vorgesehen, die an die Aniageflache 25 offen ist 
und mit einem gesteuerten Vakuum beaufschlagt werden kann. 

Die spezielle Arbeitsweise der Arbeitsstation 7 laSt sich somit, wie folgt, beschreiben: 

Zum Abnehmen einer Gruppe T von Halbleiterchips 2 wird zunachst der Tragrahmen 
4 mit dem Tragrahmenhaiter 8 in Vorschubrichtung B so bewegt, daS sich die Reihe 
Rl - Rn, die abgearbeitet werden soil, in der Mittelebene M der StoBel 27 befindet 
Diese Ebene ist in der Figur 2 als Mittelebene M angegeben. 

Im AnschiuS daran wird der Pick-Up-Kopf 12 so bewegt, daB sich die Vakuumhalter 14 
uber den fur die Entnahme vorgesehenen Halbleiterchips 2 der betreffenden Reihe Rl - 
Rn befinden. Auch die StoBeleinheit 1 1 wird gesteuert durch die Steuerelektronik 9 so 
bewegt, daB sich jeweils ein StoBel 27 unterhalb eines Chips 2 der von der Tragfolie 3 
abzunehmenden Gruppe 2' befindet. Im AnschluB daran wird der Pick-Up-Kopf 12 in 
vertikaler Richtung entsprechend dem Hub Vz abgesenkt, wobei zunachst jede 
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Aniageflache 1 7 jedes Vakuumhalters 14 gegen einen Halbleiterchip 2 bzw. dessen 
der Tragfolie 3 abgewandte Oberseite zur Aniage kommt. Die Vakuumhalter 14 
befinden sich dabei in der unteren Position Ihrer Hub- oder Gleitbewegung C relativ zu 
dem Gehause 13. Durch die an der umlaufenden Welle 31 vorgesehenen 

5 Nockenscheiben 33 werden anschlieBend die StoBel 27 nacheinander nach oben 
bewegt und wieder abgesenkt. Bei jedem nach oben bewegen eines StoBels 27 
durchstoBt dieser mit seiner Spitze 28 die Tragfolie 3, lost den entsprechenden 
Halbleiterchip 2 von der Tragfolie 3 ab und bewegt diesen, bereits gegen die 
Aniageflache 1 7 aniiegenden und dort mit dem Unterdruck (Vakuumkanal 18) 

10 gehaltenen Halbleiterchips 2 nach oben, wobei durch den betreffenden StoBel 27 auch 
der Vakuumhalter 14 in der Fiihrung 20 nach oben gedruckt wird. Durch die fedemde 
Zunge 19 wird die jeweilige Stellung des Vakuumhalters 14 in der Fuhrung 20 
beibehalten, so daB dann bei dem anschlieSenden wieder nach unten Bewegen des 
jeweiligen StoBels 27, d.h. dann, wenn der zugehorige Steuemocken 34 das untere 

15 Ende des StoBels 27 wieder freigibt, der betreffende Halbleiterchip 2 an der 

Aniageflache 17 des nach oben verschobenen Vakuumhalters 14 gehalten ist. In dieser 
Weise werden samtliche Halbleiterchips 2 der abzunehmenden Gruppe 2' 
nacheinander von der Tragfolie 3 abgelost und zusammen mit den zugehSrigen 
Vakuumhalter 14 in eine Position oberhalb der Tragfolie 3 bewegt. Mit dem Pick-Up- 

20 Kopf 12 werden dann die an dem Vakuumhaltern 14 gehaltenen Halbleiterchips 2 als 
Gruppe T an das Transportelement 6 bewegt und dort nach dem Absenken 
(Vertikalhub V'z) abgelegt, und zwar entsprechend den zu bildenden Reihen R'1 ... 
R'n, wie dies vorstehend beschrieben wurde. Wahrend des Ruckhubes des Pick-Up- 
Kopfes 12 zur Abnahme einer neuen Gruppe von Halbleiterchips 2, d.h. vor der 

25 Einleitung des nachstfolgenden Arbeitshubes werden die Vakuumhalter 14 durch einen 
gemeinsamen, in den Figuren 2 und 3 mit unterbrochenen Linien angedeuteten 
Schieber 36 in ihre untere Ausgangsstellung zuriickbewegt. Durch die mit Vakuum 
beaufschlagbare Ringnut 35 ist die Tragfolie 3 wahrend des Abnehmens der 
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Halbleiterchip 2 an der Aniageflache 25 fixiert, wodurch das Abnehmen der 
Halbleiterchips 2 wesentlich verbesseit wird. 

Dadurch, daB das Anheben der StoSel 27 zeitlich nacheinander erfolgt, ist ein 
5 einwandfreies Ablosen jedes Chips 2 von der selbstklebenden Tragfolie 3 moglich, und 
zwar dadurch, daB die Tragfolie 3 von der jeweiligen Spitze 28 vor dem DurchstoBen 
derart verformt wird, daB sich die Tragfolie 3 hierbei vollstandig von der Unterseite des 
jeweiligen Halbleiterchips 2 abldst und nur noch an dem Beruhrungspunkt zwischen 
der Spitze 28 und der Unterseite des Halterleiterchips 2 an diesen haftet 

10 

Die Figur 5 zeigt in einer Darstellung wie Figur 2 als weitere mogliche 
Ausfuhrungsform eine Arbeitsstation Za, die sich von der Arbeitsstation 7 im 
wesentlichen nur dadurch unterscheidet, daB in jedem Arbeitshub jeweils 
Halbleiterchips 2 zweier benachbarter Reihen R1 - Rn als Gruppe 2' von der Tragfolie 

15 3 abgenommen werden. Hierfur sind an dem Pick-Up-Kopf 12a des Pick-Up-Elementes 
5a, welches von seiner Funktion her dem Pick-Up-Element 5 entspricht, zwei Reihen 
von Vakuumhaltern 14 vorgesehen, und zwar beidseitig von der Mittelebene M jeweils 
in einem Gehause 13a' und 1 3a" in Richtung der Z-Achse verschiebbar gefuhrt. Jeder 
einem StoBel 27 entsprechende StoBel 27a bildet zwei Spitzen 28, Der Achsabstand, 

20 den die Vakuumhalter 14 bzw. deren AnlageflSchen 1 7 in Richtung der X-Achse 

aufweisen ist gleich dem Achsabstand der beiden Spitzen 28 in dieser X-Achse und bei 
der dargestellten Ausfuhrungsform gleich dem Achsabstand zwei Reihen R1 ... Rn. Die 
Spitzen 28 sind in zwei, sich in Richtung der Y-Achse erstreckenden Reihen 
angeordnet, und zwar derart, daS beim Abnehmen der Halbleiterchips 2 von der 

25 Tragfolie 3 achsgleich mit jedem Vakuumhalter 4 eine Spitze 28 angeordnet ist. Die 
Arbeitsweise der Arbeitsstation 7a entspricht der Arbeitsweise der Arbeitsstation 7, 
lediglich mit dem Unterschied, daS jeweils die Halbleiterchips 2 zweier benachbarter 
Reihen R1 ... Rn zeitlich nacheinander von der Tragfolie 3 abgelfist und mit dem 
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jeweiligen Stoftel 27a an dem jeweiligen Vakuumhalter 2 gehalten uber die Ebene des 
Wafers 1 abgehoben warden, und zwar jeweils die beiden in Richtung Der X-Achse 
benachbarten Halbleiterchips 2 der beiden benachbarten Reihen R1 ... Rn. 

5 Die Figur 6 zeigt als weitere mogliche Ausfuhrungsform eine Arbeitsstation 7b, die sich 
von der Arbeitsstation 7 ledigllch dadurch unterscheidet, daB anstelle der StoBeleinheit 
1 1 eine StoBeleinheit 1 1 b vorgesehen ist. Diese weist wiederum an einem dem 
Gehause 23 entsprechenden Gehause 23b eine Vielzahl von StoSel 27b auf, die 
jeweils eine Spitze 28 bilden und axial, d.h. in Richtung Z-Achse um den Hub E 

10 verschiebbar vorgesehen sind. Die Bewegung der StoBel 27b wird durch einen 

Steuerschieber 37 erreicht, der durch einen nicht dargestellten Antrieb gesteuert durch 
die Steuerelektronik 9 in Richtung der Y-Achse hin- und herverschiebbar im Gehause 
23b gelagert ist (Doppelpfeil I der Figur 7). Der Schieber 37 ist mit einer Steuerkurve 
38 von einer Nut 39 versehen, die uber den groBeren Teil ihrer Lange in Richtung der 

15 Y-Achse verlauft und einen Abschnitt 39' bildet, in dem die Steuerkurve 38 in Richtung 
der Z-Achse schrag ansteigt und anschlieBend wieder abfallt. In die Steuernut 39 greift 
ein Mitnehmer 40 an jedem StoBel 27b ein. Bei jedem vollen Bewegungshub des 
Steuerschieber 37 in der einen Richtung oder in der anderen Richtung werden 
samtliche StoBel 27b zeitlich nacheinander einmal aus ihrer Ausgangsstellung, in der 

20 die Spitzen 28 unterhalb der Ebene der Tragfolie 3 angeordnet sind, in eine 

angehobene Stellung bewegt, in. der die Spitzen 28 die Tragfolie 3 durchstoBen haben 
und sich oberhalb der Ebene des Wafers 1 befinden, und anschlieBend wieder in ihre 
Ausgangsstellung zuruckbewegt. Der Steuerschieber 37 mit der Steuerkurve 38 ersetzt 
bei dieser Ausfuhrungsform die Nockenscheiben 33 mit den Steuernocken 34. 

25 Ansonsten entspricht die Arbeitsweise der Arbeitsstation 7b der Arbeitsweise der 
Arbeitsstation 7. 
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Die Figur 8 zeigt in vereinfachter perspektivischer Darstellung eine Arbeitsstation 7c, 
die ahnlich der Arbeitsstation 7a ausgebildet 1st, be! der dargestellten Ausfuhrungsform 
aber zum Verarbeiten von elektrischen Bauelementen 40 dient, die aus einem in 
einem Kunststoffgehause eingeschlossenen Halbleiterchips bestehen und in gleicher 
5 Weise wie die Halbleiterchips 2 auf der Tragfolie 3 in dem Tragrahmen 4 angeordnet 
sind, und zwar in einer rechteckformigen Anordnung mit mehreren Reihen und 
Spalten. Mit der Arbeitsstation 7 bzw. mit dem dortigen Pick-Up-Element 5c werden in 
einem Arbeitshub jeweils zwei Reihen von Bauelementen 40 von der Tragfolie 3 
abgenommen und in Reihen R'1, R'2 auf einem Transportelement 6 abgelegt, welches 

10 von einem umlaufenden Transportband gebildet ist. Der Pick-Up-Kopf 12c des Pick- 
Up-Elementes 5c besitzt hierfOran zwei Gehausen 13c' und 13c" jeweils eine Reihe 
von Vakuumhaltern 14, die sich in jedem Gehause in Richtung der Y-Achse 
aneinander anschlieSen. Die beiden Gehliuse 1 3' und 13" sind weiterhin in Richtung 
der X-Achse relativ zueinander beweglich, und zwar um einen vorgegebenen Hub, wie 

15 dies mit dem Doppfelpfeil G angedeutet ist. Hierdurch ist es nicht nur moglich, jeweils 
zwei Reihen von Bauelementen 40 in einem Arbeitsgang von der Tragfolie 3 
abzunehmen und auf das Transportelement 6c aufzusetzen, sondem auch den 
Abstand, den die Reihen R'1 und R'2 auf dem Transportelement 6c aufweisen groBer 
zu wMhIen als den Abstand der Reihen der Bauelemente 40 auf der Tragfolie 3. 

20 

Mit Hilfe einer Wendestation 41, die an einem um die X-Achse getaktet umlaufend 
angetriebenen Gehause 42 um jeweils 90° versetzt Gruppen von jeweils zwei 
Vakuumhaltern aufweist, werden die Bauelemente 40 der beiden Reihen R'1 und R'2 
nacheinander an Vakuumhalter 44 eines Transporteurs 45 ubergeben. Die 
25 Vakuumhalter 43 sind hierfur radial zur Drehachse des Gehauses 41 (X-Achse) 
gesteuert bewegbar, und zwar fur das Abnehmen der Bauelemente 40 am 
Transportelement 6c sowie fOr das Ubergeben jeweils zweier Bauelemente an die 
Vakuumhalter 44 des Transportelementes 45. 



wo 03/098665 



PCT/DE03/01152 



16 



In der Figur 1 ist mit BL eine sich in Richtung der X-Achse und damit senkrecht zu den 
Reihen R1 - Rn erstreckende Bezugslinie angegeben. Von dieser Bezugslinie weisen 
die Enden der Reihen einen unterschied lichen Abstand auf. 



Die Erfindung wurde voranstehend an Ausfuhrungsbeispielen beschrieben. Es versteht 
sich, daB zahlreiche Anderungen sowie Abwandlungen moglich sind. So ist es 
beispielsweise moglich, bei den Pick-Up-Elementen 5, 5a, 5b auf einen Vertikalhub Vz 
und/oder Vz fur den jeweiligen Pick-Up-Kopf 12, 12a, 12b zu verzichten und die 
10 entsprechende vertikale Bewegung fiir das Heranfiihren der Vakuumhalter 14 an die 
Chips 2 auf der Tragfolie 3 bzw. fOr das Ablegen der Chips 2 auf dem 
Transportelement 6 allein durch das Verschieben der Vakuumhalter 14 innerhalb des 
jeweiligen Pick-Up-Kopfes 12, 12a bzw. 12b zu erreichen. 



5 
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Weiterhin ist es selbstverstandlich auch moglich, die Arbeltsstationen 7, 7a und 7b 
zum Verarbeiten von Bauelementen 40 einzusetzen oder umgekehrt die Arbeitsstation 
7c zum Verarbeiten von Halbleiterchips 2. 



m 
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Bezugszeichenliste 

1 Wafer 

2 Halberleiterchip 

5 2' Gruppen von Halbleiterchips 

3 Tragfolie 

4 Tragrahmen 

5, 5a, 5b, 5c Pick-Up-Element 

6, 6c Transportelement 
10 7, 7a, 7b, 7c Arbeitsstation 

8 Halter 

9 elelctronische Steuereinrichtung 

10 Marlcierung 

1 1 , 1 1 a, 1 1 b StoBelelemente 

15 1 2, 1 2a, 1 2b, 1 2c Pick-Up-Kopf 
13, 13a', 13a", 13c', 13c" Gehause 

14 Vakuumhalter 

1 5 Korper 

1 6 Vorsprung 
20 1 7 Aniageflache 

18 Vakuumkanal 

1 9 federnde Zunge 

20 Fuhrung 

2 1 Transport- oder Bewegungssystem 
25 22 VakuumanschluB 

23, 23b Gehause 

24 Rahmen 

25 Aniageflache 
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27, 27a, 27b 
28 
29 
5 30 
31 
32 
33 
34 

10 35 
36 
37 
38 
39 

15 39' 
40 
41 
42 
43 

20 44 
45 

X,Y,Z 

A 

B 

25 C, D, E 
F 
G 

Hx, Hy 
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Gehauseteil 
StoSel 

StoBelspitze 

Feder 

Platine 

Welle 

Motor 

Nockenscheibe 
Steuernocken 
Ringnut 

RUckstellschieber 

Steuerschieber 

Steuerkurve 

Steuernut 

Steuernutabschnitt 

Bauelement 

Wendestation 

Gehause 

Vakuumhalter 

Vakuumhalter 

Transportelement 

Raumachse 

Transportrichtung 

Vorschub 

Bewegungshub 

Drehrichtung 

Bewegungshub 

Horizontalhub 
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Vz, V'z Vertikalhub 

I Bewegungshub 

K Drehrichtung 

R1,Rn Reihe 

R'l,|^'n Reihe 

M Mittelebene 
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Patentanspruche 



10 



15 



20 



1. Verfahren zum Verarbeiten von elektrischen Bauteilen (2, 40), die in einer.mehrere 
erste Reihen (R1 - Rn) bildenden Anordnung auf einem von einer Tragfolie 3 
gebildeten ersten Trager losbar gehalten sind, wobei zumindest ein Teil der ersten 
Reihen (Rl - Rn) wenigstens zwei Bauteile (2, 40) aufweist und wobei die Bauteile 
(2, 40) jeweils mit wenigstens ei nem Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c) von der 
Tragfolie (3) abgenommen und auf einen zweiten Trager (6, 6c) abgelegt werden, 
dadurch gekennzeichnet, daB mit dam Pick-Up-Elennent (5, 5a, 5b, 5c) in jedem 
Arbeitshub jeweils eine Gruppe von wenigstens zwei Bauteilen (2, 40) gleichzeitig 
von der Tragfolie (3) abgenommen und auf dem zweiten Trager (6, 6c) abgelegt 
werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS die Bauteile 
Halbleiterchips (2) sind, und daB die Anordnung von Bauteilen auf der Tragfolie (3) 
ein in die Halbleiterchips (2) zertrennter Halbleiterwafer (1) ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Bauteile elektrische 
Bauteile, vorzugsweise mit einem umspritzten Gehause versehene 
Halbleiterbauelemente (40) sind. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Bauteile (2, 40) derart auf dem zweiten Trager (6, 6c) abgelegt werden, daB 
sie auf diesem wenigstens eine Reihe bilden, in der die Bauteile (2, 40) in einer 
ersten Achsrichtung (Y-Achse) aneinander anschlieSen. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die ersten Reihen (Rl - Rn) auf der Tragfolie (3) jeweils in einer gemeinsamen 
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ersten Achsrichtung (Y) oder in einer hierzu senkrecht verlaufenden zweiten 
Achsrichtung (X-Achse) orlentiert sind. 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daE die ersten Reihen (R1 - Rn) auf der Tragfolie (3) unterschiedliche Lange 
aufweisen. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprCiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die ersten Reihen (R1 - Rn) zumindest teilweise mit ihrem Anfang und/oder 
Ende von einer fiir samtliche erste Reihen (R1 - Rn) gemeinsamen und senkrecht zu 
der Langserstreckung dieser Reihen verlaufenden Bezugslinie (BL) unterschiedlich 
beabstandet sind. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daK zur Bildung der wenigstens einen zweiten Reihe (R'1 - R'n) auf dem zweiten 
Trager (6, 6c) der Pick-Up-Kopf (5, 5a, 5b, 5c) zum Aufnehmen der jeweiligen 
Bauteilgruppe von der Tragfolie (3) und zum Ablegen dieser Bauteilgruppe auf dem 
zweiten Trager (6, 6c) gesteuert durch eine elektronische Steuereinheit (9) einen 
unterschiedlichen Bewegungshub (Hx, Hy) ausfuhrt, und zwar in Abhangigkeit von 
der Lage und/oder Anzahl der jeweils aufgenommenen Bauteile (2, 40) auf der 
Tragfolie (3). 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
da(5 die Bauteile (2, 40) jeweils reihenweise und den ersten Reihen (R1 - Rn) 
entsprechend von der Tragfolie (3) abgenommen werden. 



lO.Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daK bei jedem Arbeitshub des Pick-Up-Elementes (5, 5c) jeweils nur Bauteile (2, 40) 
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einer ersten Reihe (R1 - Rn) von der Tragfolie (3) abgenommen. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB bei jedem Arbeitshub jeweils Bauteile (2, 40) zweier erster Reihen (R1 - Rn) von 

5 der Tragfolie (3) abgenommen und auf dem zweiten Trager (6, 6c) abgelegt warden, 

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, gekennzeichnet, durch 
einen Vorschub (B) fur die Tragfolie (3) in einer senkrecht zur Langserstreckung der 
ersten Reihen (Rl - Rn) verlaufenden Achsrichtung, beispielsweise in der zweiten 

10 Achsrichtung (X-Achse). 

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daft zur Blldung wenigstens zweier zweiter Reihen (R'1 - R'n) das Pick-Up-Element 
(5, 5a, 5b, 5c) zumindest auch in einer Achsrichtung (X-Achse) quer zu der 

15 Langserstreckung der wenigstens zwei zweiten Reihen (R'l - R'n) bewegbar ist. 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daft die Bauteile (2, 40), in der Anordnung (1) auf der Tragfolie (3) elektrisch 
und/oder mechanisch gemessen oder gepruft werden, und daft samtllche Bauteile 

20 (2, 40) von der Tragfolie (3) auf den zweiten Trager (6, 6c) ubertragen und erst im 
AnschluB daran bei der Messung bzw. Prufung festgestellte fehlerhafte Bauteile 
ausgesondert werden. 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet durch die 
25 Verwendung eines Pick-Up-Elementes (5, 5a, 5b, 5c), welches in wenigstens einer 

Reihe mindestens zwei Aufnahmen (2) fur jeweils ein Bauteil (2, 40) aufweist. 
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IG.Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet durch die 
Verwendung eines Pick-Up-EIementes (5, 5a, 5c), welches wenigstens zwei Reihen 
mit jeweils wenigstens zwei Aufnahmen (17) fur jeweils ein Bauteil (2, 40) aufweist. 

5 17,Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Aufnahmen jeweils von Aniageflachen (17) eines Mehrfach-Vakuumhalters 
gebildet sind. 

18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet durch ein 
10 Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c) mit wenigstens einem als Mehrfach-Vakuumhalter 

ausgebildeten Pick-Up-Kopf (12, 12a, 12c). 

19. Verfahren nach Anspruch 18, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Plck- 
Up-Elementes (5, 5a, 5b, 5c), bei dem der Pick-Up-Kopf (12) eine Vielzahl von 

15 lameilenartig ausgebildeten und einander benachbarten Vakuumhaltern (14), die 

vorzugsweise in einem Gehause (13, 13a', 13a", 13c', 13c") in einer Achsrichtung, 
vorzugsweise in einer dritten Achsrichtung senkrecht zur Ebene der Tragfolie (3) und 
Oder zur Ebene des zweiten Tragers (6, 6c) verschlebbar gefuhrt sind. 

20 20.Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch die 
Verwendung von Mittein (27, 27a, 27b) zum Ablosen der Bauteile (2, 40) von der in 
der Tragfolie (3) bei der Ubergabe an das Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c). 

21.Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, da(J die Mittel zum Ablosen 
25 von Nadein oder StoBeIn (27, 27a, 27b) gebildet sind, mit denen die Bauteile 
vorzugsweise unter DurchstoSen der Tragfolie (3) von der den Bauteilen (2, 40) 
abgewandten Seite dieser Tragfolie (3) her abgelost und wahrend des Ablosens an 
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dem Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c) gesichert werden. 

22. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dali das Ablosen der Bauteile jeder Bauteilgruppe (2') von der Tragfolie (3) zeitlich 
nacheinander erfolgt. 

23. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dalJ der zweiten Trager von der Transportflache eines Transportelementes (6, 6c) 
gebildet ist. 

24. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet durch die 
Verwendung eines StoBelelementes (11, 11a, lib), bei dem mehrere StoSel oder 
Stifte (27, 27a, 27b) in einem Gehause oder Gehauseteil (23, 23b, 26) axial 
verschiebbar vorgesehen sind und durch eine Steuereinrichtung jeweils aus einer 
nicht wirksamen Ausgangsstellung in eine die Bauteile von der Tragfolie (3) 
ablosenden Stellung bewegbar sind. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daS die Steuermittel von 
Steuernocken (34) und/oder von einer Steuerkurve (38) gebildet sind. 

26. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daR die Bauteile (2, 40) beispielsweise uber eine Wendestation (41) im zweiten 
Trager (6, 6c) entnommen und einer weiteren Verwendung, beispielsweise einem 
weiteren Transportelement (45) bzw. dort vorgesehenen Aufnahmen (44) zugefuhrt 
werden, 

27. Vorrichtung zum Verarbeiten von elektrischen Bauteilen (2, 40), die in einer 
mehrere erste Reihen (Rl - Rn) bildenden Anordnung auf einem von einer Tragfolie 
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3 gebildeten ersten Trager losbar gehalten sind, wobei zumindest ein Tell der ersten 
Relhen (Rl - Rn) wenigstens zwei Bauteile {2, 40) aufweist und wobei die Bauteile 
(2, 40) jeweils mit wenigstens einem Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c) von der 
Tragfolie (3) abgenommen und auf einen zwelten Trager (6, 6c) abgelegt werden, 
gekennzeichnet durch ein Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c), mit dem in jedem 
Arbeitshub jeweils eine Gruppe von wenigstens zwei Bauteilen (2, 40) gleichzeitig 
von der Tragfolie (3) abgenommen und auf dem zweiten Trager (6, 6c) abgelegt 
werden. 

28. Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, da(5 die Bauteile 
Halbleiterchips (2) sind, und da(J die Anordnung von Bauteilen auf der Tragfolie (3) 
ein in die Halbleiterchips (2) zertrennter Halbleiterwafer (1) ist. 

29. Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, da(J die Bauteile 
elektrische Bauelemente, vorzugsweise mit einem umspritzten Gehause versehene 
Halbleiterbauelemente (40) sind. 

30. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprCiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Bauteile (2, 40) derart auf dem zweiten Trager (6, 6c) abgelegt werden, daB 
sie auf diesem wenigstens eine Reihe bilden, in der die Bauteile (2, 40) in einer 
ersten Achsrichtung (Y-Achse) aneinander anschlieSen. 

31. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die ersten Reihen (Rl - Rn) auf der Tragfolie (3) jeweils in einer gemeinsamen 
ersten Achsrichtung (Y) oder in einer hierzu senkrecht verlaufenden zweiten 
Achsrichtung (X-Achse) orientiert sind. 
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32.Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die ersten Reihen (R1 - Rn) auf der Tragfolie (3) unterschiedliche Lange 
aufweisen. 

5 BS.Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die ersten Reihen (R1 - Rn) zumindest teilweise mit ihrem Anfang und/oder 
Ende von einer fur samtliche erste Reihen (R1 - Rn) gemeinsamen und senkrecht zu 
der Langserstreckung dieser Reihen veriaufenden Bezugslinie (BL) unterschiedlich 
beabstandet sind. 

10 

34.Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daS zur Bildung der wenigstens einen zweiten Reihe (R'1 - R'n) auf dem zweiten 
Trager (6, 6c) der Pick-Up-Kopf (5, 5a, 5b, 5c) zum Aufnehmen der jeweiligen 
Bauteilgruppe von der Tragfolie (3) und zum Ablegen dieser Bauteilgruppe auf dem 
15 zweiten Trager (6, 6c) durch eine elektronlsche Steuereinheit (9) derart gesteuert ist 
daS er einen unterschiedlichen Bewegungshub (Hx, Hy) ausfuhrt, und zwar in 
Abhangigkeit von der Lage und/oder Anzahl der jeweils aufgenommenen Bauteile 
(2, 40) auf der Tragfolie (3). 

20 35.Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Pick-Up-Kopf (5, 5a, 5b, 5c) durch die elektronische Steuereinheit (9) derart 
gesteuert ist, daS die Bauteile (2, 40) jeweils reihenweise und den ersten Reihen (R1 
- Rn) entsprechend von der Tragfolie (3) abgenommen werden. 

25 36.Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Pick-Up-Kopf (5, 5a, 5b, 5c) durch die elektronische Steuereinheit (9) derart 
gesteuert ist, daS bei jedem Arbeitshub des Pick-Up-Elementes (5, 5c) jeweils nur 
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Bauteile (2, 40) einer ersten Reihe (Rl - Rn) von der Tragfolie (3) abgenommen. 

37. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daS der Pick-Up-Kopf (5, 5a, 5b, 5c) durch die elektronische Steuereinheit (9) derart 
gesteuert ist, daS bei jedem Arbeitshub jeweils Bauteile (2, 40) zweier erster Reihen 
(Rl - Rn) von der Tragfolie (3) abgenommen und auf dem zweiten Trager (6, 6c) 
abgelegtwerden. 

38. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, gekennzeichnet, durch 
einen Antrieb fur einen Vorschub (B) fur die Tragfolie (3) in einer senkrecht zur 
Langserstreckung der ersten Reihen (Rl - Rn) verlaufenden Achsrichtung, 
beispielsweise in der zweiten Achsrichtung (X-Achse). 

39. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daR zur Bildung wenigstens zweier zweiter Reihen (R'l - R'n) das Pick-Up-Element 
(5, 5a, 5b, 5c) zumindest auch in einer Achsrichtung (X-Achse) quer zu der 
Langserstreckung der wenigstens zwei zweiten Reihen (R'1 - R'n) bewegbar ist. 

40. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet durch ein 
Pick-Up-Elemente (5, 5a, 5b, 5c), welches in wenigstens einer Reihe mindestens 
zwei Aufnahmen (2) fOr jeweils ein Bauteil (2, 40) aufweist. 

41. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet durch ein 
Pick-Up-Element (5, 5a, 5c), welches wenigstens zwei Reihen mit jeweils 
wenigstens zwei Aufnahmen (17) fUr jeweils ein Bauteil (2, 40) aufweist. 

42. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Aufnahmen jeweils von Aniageflachen (1 7) eines Mehrfach-Vakuumhalters 
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gebildet sind. 

43. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch ein 
Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c) mit wenigstens einem als Mehrfach-Vakuumhalter 
ausgebildeten Pick-Up-Kopf (12, 12a, 12c). 

44. VorTichtung nach Anspruch 43, gekennzeichnet durch ein Pick-Up-Element (5, 5a, 
5b, 5c), bei dem der Pick-Up-Kopf (12) eine Vielzahl von lamellenartig 
ausgebildeten und einander benachbarten Vakuumhaltern (14), die vorzugsweise in 
einem Gehause (13, 13a', 13a", 13c', 13c") in einer Achsrichtung, vorzugsweise in 
einer dritten Achsrichtung senkrecht zur Ebene der Tragfolie (3) und oder zur Ebene 
des zweiten Tragers (6, 6c) verschiebbar gefuhrt sind. 

45»Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, gekennzeichnet durch 
Mittel (27, 27a, 27b) zum Ablosen der Bauteile (2, 40) von der in der Tragfolie (3) 
bei der Obergabe an das Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c). 

46. Vorrichtung nach Anspruch 45, dadurch gekennzeichnet, da(i die Mittel zum 
Ablosen Nadein oder StofJel (27, 27a, 27b) sind, mit denen die Bauteile 
vorzugsweise unter DurchstoRen der Tragfolie (3) von der den Bauteilen (2, 40) 
abgewandten Seite dieser Tragfolie (3) her abgelost und wahrend des Ablosens an 
dem Pick-Up-Element (5, 5a, 5b, 5c) gesichert warden. 

47. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daft das Ablosen der Bauteile jeder Bauteilgruppe (2') von der Tragfolie (3) zeitlich 
nacheinander erfolgt. 



# 
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48.Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der zweiten Trager von der Transportflache eines Transportelementes (6, 6c) 
gebildet ist. 

5 49.Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet durch ein 
StoBelelement (1 1, 1 la, 1 lb), bei dem mehrere StoBel oder Stifte (27, 27a, 27b) in 
einem Gehause oder Gehauseteil (23, 23b, 26) axial verschiebbar vorgesehen sind 
und durch eine Steuereinrichtung jeweils aus einer nicht wirksamen 
Ausgangsstellung in eine die Bauteile von der Tragfolie (3) ablosenden Stellung 

10 bewegbar sind. 

SO.Vorrichtung nach Anspruch 49, dadurch gekennzeichnet, daft die Steuermittel von 
Steuernocken (34) und/oder von einer Steuerkurve (38) gebildet sind. 

15 51 .Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Bauteile (2, 40) beispielsweise uber eine Wendestation (41) im zweiten 
Trager (6, 6c) entnommen und einer weiteren Verwendung, beispielsweise einem 
weiteren Transportelement (45) bzw. dort vorgesehenen Aufnahmen (44) zugefuhrt 
werden. 
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